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一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国半导体封装用键合丝市场全面调研及行业投资潜力预
测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等
内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确
制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发
布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、
从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.huaon.com//channel/semicon/694420.html

报告价格：电子版: 9000元    纸介版：9000元    电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美
观。
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二、报告目录及图表目录

半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装
过程为：来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片（Die），然后将切割
好的晶片用胶水贴装到相应的基板（引线框架）架的小岛上，再利用超细的金属（金锡铜铝
）导线或者导电性树脂将晶片的接合焊盘（BondPad）连接到基板的相应引脚（Lead）,并
构成所要求的电路；然后再对独立的晶片用塑料外壳加以封装保护，塑封之后还要进行一系
列操作，封装完成后进行成品测试，通常经过入检Incoming、测试Test和包装Packing等工
序，最后入库出货。
半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。塑封之后，还要进行
一系列操作，如后固化（Post Mold Cure）、切筋和成型（Trim&Form）、电镀（Plating）
以及打印等工艺。典型的封装工艺流程为：划片装片键合塑封去飞边电镀打印切筋和成型外
观检查成品测试包装出货。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据
库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场
调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主
要来自于各类市场监测数据库。
报告目录：
第一章 半导体的引线键合材料——键合丝概述
1.1键合内引线材料
1.1.1半导体的引线键合技术发展
1.1.2引线键合技术(WB)
1.1.3载带自动键合技术(TAB)
1.1.4倒装焊技术(FC)
1.2键合丝及其在半导体封装中的作用
1.2.1键合丝定义及作用
1.2.2键合丝在半导体封装中的作用
1.3键合丝的主要品种
第二章 键合丝行业特点及应用市场的概述
2.1世界半导体封装用键合丝行业发展概述
2.2键合金属丝的应用领域
2.3封装用键合丝行业的发展特点
2.3.1键合丝是半导体封装中不可缺少的重要基础材料
2.3.2产品与常规焊接材料有所不同
2.3.3键合丝行业进步与半导体发展关系密不可分
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2.3.4键合丝行业内驱于更加激烈的竞争
2.3.5产品品种多样化特点
2.3.6键合丝应用市场的新变化
2.4当前世界及我国键合丝行业面临的问题
2.4.1原材料成本的提高
2.4.2新品研发的加强
2.4.3知识产权的问题越发突出
2.4.4国内市场价格竞争更趋恶化
第三章 键合丝的品种、性能与制造技术
3.1键合丝的品种及各品种的性能对比
3.2键合丝的性能要求
3.2.1理想的引线材料应具备的性能特点
3.2.2对键合金丝的性能要求
3.2.3对键合丝的表面性能要求
3.2.4对键合丝的线径要求
3.3键合丝的主要行业标准
3.4键合金丝的主要品种
3.4.1按用途及性能划分
3.4.2按照键合要求的弧度高低划分
3.4.3按照键合不同封装形式划分
3.4.4按照键合丝应用的不同弧长度划分
3.5键合金丝的生产工艺过程
3.5.1键合金丝制备的工艺流程
3.5.2影响金丝在键合过程中可靠性的因素
3.5.3加入微量元素进行调节键合丝的性能
3.6键合金丝生产用原料高纯金的制备
3.7键合金丝未来的发展方向
第四章 世界及我国键合金丝市场现状
4.1世界键合丝市场规模情况
4.2世界不同类型的键合丝市场比例变化
4.3世界键合金丝的产销量及其市场格局
4.3.1世界键合金丝的产销量及其市场格局
4.3.2世界键合铜丝市场的需求情况与格局变化
4.4我国键合丝市场需求量情况
4.5我国国内键合金丝市场需求量情况
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4.5.1我国国内键合金丝市场规模变化
4.5.2我国国内键合金丝的市场格局
4.6我国键合铜丝的市场需求情况
第五章 键合铜丝的特性及品种
5.1键合铜丝产品的发展
5.1.1键合铜丝将成为IC封装引线键合的主要键合丝品种
5.1.2键合铜丝发展历程
5.1.3制造技术进步推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变
5.2键合铜丝的特性
5.2.1键合铜丝与其它键合丝主要性能对比
5.2.2键合铜丝的成本优势
5.2.3键合铜丝的性能优势
5.3国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能
5.3.1国外键合铜丝产品发展概述
5.3.2田中贵金属公司的四种产品
5.3.3新日铁公司的覆Pd键合铜丝
5.3.4贺利氏公司的五种键合铜丝产品
5.3.5MEK电子公司的三种键合铜丝产品
5.4我国半导体键合用铜丝标准介绍
5.4.1标准编制的经过
5.4.2标准中主要技术指标
第六章 键合铜丝的制造工艺过程及其产品知识产权情况
6.1键合铜丝的制造工艺流程简述
6.2键合铜丝制造的具体工艺环节
6.2.1坯料铸造
6.2.2成丝加工
6.2.3热处理
6.2.4复绕（卷线）
6.3键合铜丝制造过程中的质量影响因素
6.3.1工艺过程控制对键合铜丝的质量影响
6.3.2键合铜丝的组织与微织构对其质量影响
6.4镀钯键合铜丝的特性及其生产工艺过程
6.4.1研发、生产镀钯键合铜丝的重要意义
6.4.2镀钯键合铜丝的工艺流程
6.4.3镀钯键合铜丝的工艺特点
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6.5键合铜丝知识产权情况
6.5.1世界及我国键合铜丝专利情况
6.5.2新日鉄公司实施专利战略的情况
第七章 键合金丝、键合铜丝的三大应用市场领域现况与发展预测
7.1键合丝应用市场之一——半导体封测市场现况与发展
7.1.1世界半导体封测产业概况及市场
7.1.2我国半导体封测产业现况及发展
7.1.2.1国内IC封装测试业生产现况
7.1.2.2国内IC封测厂商的分布及产能
7.1.2.3国内IC封装测试业销售收入前30家企业情况
7.1.2.4国内IC封装测试业在技术上进步
7.1.3国内IC封装测试业的发展趋势与展望
7.2键合丝应用市场之二——我国分立器件及其封测产业的生产概况及市场
7.2.1我国分立器件市场现况
7.2.2国内分立器件生产企业情况
7.2.3国内分立器件产业发展前景展望
7.3键合丝应用市场之三——我国LED封装产业的生产概况及市场
7.3.1键合丝在LED封装中的应用
7.3.1.1键合丝在LED封装制造中的功效
7.3.1.2焊线压焊的工艺过程
7.3.2我国LED封装产业现况
7.3.3我国LED封装企业分布情况
7.3.4我国LED封装产业规模情况
7.3.5我国LED封装产业未来几年发展的预测与分析
第八章 世界键合丝生产现况及其主要生产企业现况
8.1世界键合丝产业的变化与现况
8.2世界键合丝主要生产厂家概述与现况分析
8.2.1世界键合丝的主要生产厂家概述
8.2.2近年世界各国家/地区键合金丝生产企业的变化分析
8.2.2.1日本键合丝生产企业
8.2.2.2欧美企业贺利氏集团
8.2.2.3韩国键合丝生产企业
8.3世界键合丝的主要生产厂家及其产品情况
8.3.1田中贵金属株式会社
8.3.2贺利氏集团
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第九章 我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况(AK HT)
9.1国内键合丝产业发展概述
9.1.1国内键合丝行业总况
9.1.2国内键合丝生产企业的现况
9.1.3国内键合丝生产企业地区分布情况
9.2国内键合铜丝行业的生产情况
9.2.1国内键合铜丝生产发展概述
9.3国内键合丝的主要生产厂家及其产品情况
9.3.1贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司
9.3.2宁波康强
9.3.3北京达博
9.3.4烟台招金励福
9.3.5昆明贵研铂业
9.3.6广州佳博
9.3.7成都长城精练
9.3.8贺利氏招远贵金属材料有限公司
9.3.9杭州菱庆高新材料有限公司
9.3.10上海住友金属矿山电子材料有限公司
9.3.11四川威纳尔特种电子材料有限公司
9.4国内其它新建、在建的键合丝生产厂家情况
9.4.1广州佳博金丝科技有限公司
9.4.2合肥煜立电子科技有限公司
图表目录：
图表1键合丝作为键合内引线的IC封装结构
图表2键合丝主要种类与产品的形态
图表3键合丝产品的包装状态
图表4常用键合金丝的力学性能
图表5键合银丝的室温机械性能
图表6高纯金的制备工艺流程
图表72016-2020年全球键合丝行业市场规模分析
图表82020年全球键合丝行业不同类型比例分析
图表92016-2020年全球键合金丝行业产销分析
图表102016-2020年全球键合铜丝行业需求分析
更多图表见正文⋯⋯
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